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BASIC -ABSTRACT: ^^0 ^ 



Process for environmentally friendly breaking down of 
circuit boards in which " ' ^ 



the boards are d issolved in a melt of alkali hydroxide and 
alkali oxide and 

qx^^gen is added onto the oxide in the melt to form 
per- compounds which oxidise 

the carbon- and hydrogen- contg . cpds . in the boards. 
Glassy components of the 

board such as glass fibre react with the melt to form 
silicates . 

USE/ADVANTAGE - The process allows disposal of circuit 
boards w ithout formation 

of toxic gases as occurs with previous thermal 
decomposition processes. The 

binder is decomposed by a controlled oxidn. reaction; glass 
fibre reinforcement 

dissolves in the melt to form silicates. Metals 
originating e.g. from the 

conductor patterns on the board can be removed from the 
melt for reprocessing 

and any unburned carbon remains in the form of carbon black 
which can be 

recovered for re-use. The residual melt when cooled yields 
a waterglass-like 

material which if left to stand in air forms carbonate 
which is also useful in 
industrial applications . 
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(7?) Anmelder: 

ATP - Arbeitsgruppe Technische Photosynthese 
GmbH, 1000 Berlin, DE 



Erfinder: 

Erfinder wird spater genannt werden 



(§) Verfahren zur umweltfreundlichen Auftdsung von Platinen 
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Beschreibung 

Plaiinen als Ruckstande der Mikroelektronik fUhren 
in steigendem MaOe zu Problemen bei der Entsorgung. 
Bei der ubiichen Verschwelung in Trommeldfen und 5 
nachfolgender Verbrennung de$ Schwctgases ist nicht 
gewahrleistet. daS die Prozesse kontroiliert ablaufen, so 
daB toxische Case austreten konnen. Es wurde vorge- 
schlagen, Platinen in geschmolzencn Metallen. etwa in 
einem Siahlbad, oberhalb< f600'£D thermisch zu zerset- 10 
zen, und dann die Case zu verbrennen. Auch hierbei 
wird Gaserzeugung und Verbrennung in zwei voneinan* 
der getrennten Schritten durchgefiihrL AuOerdem ist 
dieses Verfahren nur zentralisiert mdglich. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist der kon- 15 
trollierte Abbag von Platinen durch partielle, kontrol- 
lierte Oxidation des Bindemittels fur die iiblicherweise 
verwendeten Glasfasermatten und deren Auflosung, 
auch fiir dezentrale Anwendungen, bei maQigen Tempe- 
raturen. 20 

Platinen werden in eine Schmelze aus Alkalihydroxid 
und Alkalioxid unter Ausschlufi von Sauerstoff, d. h. un- 
ter Schutzgas, e ingebr acht bei einer Temperatur ober- 
halb von etwa QOO" g ) um die Bildung von toxischen 
Gascn auszuschlreCSnT Wird jetzt kontroiliert Sauer- 25 
stoff uber die Schmelze geblasen, wobei sich die Platin- 
en unterhalb der FliissigkeitsoberDache befinden, so 
wird das Oxid zu Peroxid und Superoxid umgcwandeit. 
Diese hdheren Oxide diffundieren in die Schmelze und 
reagieren dort in der Hauptsache mit dem iKohlenstoff jo 
und den Wasserstoffverbindungen des BIn'cldmittels. und 
zwar partiell, Sie dienen also als SauerstoffUbertrager. 
Die Platine zerfallt in der Schmelze. die Glasfasern wer- 
den von der alkalischen Schmelze aufgelost. Es finden 
sich in der Schmelze unverbrannter fCohlenstoff in 35 
Form von Rufl. sowie die metatlischen Leiterbahnen 
und sonstige Metalle, wie sie In der Bestiickung Verwen- 
dung findea Diese Riickstande lassen sich leicht aussie- 
ben. 

Die Schmelze selbst hat - wenn sie erkaliet ist - 40 
Ahnlichkeit mit Wasserglas, lafit man sie an Luft stehen. 
biiden sich Carbonate, die ebenfalls einer industriellen 
Nutzung zuganglich sind. Gleiches gilt fur den RuB, der 
nach Auflbsen der'erkalteten Schmelze in Wasser abfil- 
triert werden kann. 45 

Patenianspriiche 

1. Verfahren zur umweltfreundlichen Auflosung 
von Platinen, dadurch gekennzetchnet. daB die so 
Platinen in eine Schmelze aus Alkalihydroxid und 
Alkalioxid eingebracht werden, und Sauerstoff an 
das Oxid in der Schmelze angelagert wird zwecks 
Bildung von Perverbindungen, um so die kohlen- 
und wasserstoffhaltigen Vcrbindungen in den Pla- 55 
tinen oxidieren zu konnen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet. dafi'die glasartigen Bestandteile der Pla- 
tine mit der Alkalischmeize reagieren und ats Sili- 
kate abgetrennt werden kdnnen. go 
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